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0.1 范围 本补充标准提供的要求，是对IPC J-
STD-001F中 要 求的补充和某些情况下的替
代，以确保焊接的电气和电子组件在进入太空

和在太空中运行时的振动与热循环条件下的可

靠性。

0.1.1 ⽬的 当采购文件/图纸要求时，本补充

标准专用于补充或替代2014年7月IPC J-STD-001
F版中的对应要求。

0.1.2 优先顺序 合同优先于本补充标准、引

用标准和用户批准的图纸。如本补充标准与引

用的适用文件间发生冲突时，本补充标准优先。

本补充标准的准则与发布的IPC J-STD-001F不同
时，本补充标准优先。如本补充标准的要求与适

用的组装图纸/文件发生冲突时，用户批准的组

装图纸/文件优先。见本补充标准表1的条款1.7
“优先顺序”和1.7.1“冲突”。

0.1.3 已有的和先前批准的设计 本补充标准

不应当成为对先前批准的设计进行重新设计的

唯一原因。当对已有的或先前批准的设计进行

修订时，应该进行审查并修改，以符合本补充

标准的要求。

0.1.4 使⽤ 本补充标准不作为单独文件使用。

对于未补充的准则，应当采用IPC J-STD-001F的
3级要求。本补充标准对IPC J-STD-001F标准上
的补充或新增的条款，会列于J-STD-001FS的表
1“航天应用要求”中，除非特别注明，否则
IPC J-STD-001F的整个条款将被本补充标准替
代。

除非特别说明，本补充标准修改的条款不包含

子条款（例如：1.4不包含1.4.1）。本补充标准中
未列出的IPC J-STD-001F条款、表、图等原样使
用。

0.1.5 ⽆铅锡基焊料 用于本标准的无铅锡基

焊料定义为铅元素在焊料合金中的重量百分比

小于3%。SnAg3.7焊料合金除外。见本补充标
准表1的3.2条款。

0.1.6 ⽆铅锡基焊料的使⽤ 应当禁止符合下

列任一情形的元器件、组件、封装技术、机械

部件和材料的使用，除非有文档化的并且通过

用户认可的无铅控制方案（LFCP）进行控制。
控制方案可以是可完全替换无铅锡基焊料涂覆

层的重新涂覆或热浸（HSD）工艺，或至少具
有两个抑制措施。

• 元器件、机械部件等的外表面或内腔表面

(即：混合电路、晶体密封继电器、MEMS等)
有无铅锡基焊料镀层或金属化镀层等。

• 使用除 S nAg3.7（见3.2条）外的无铅锡基
焊料合金组装的任何元器件、印制电路组

件（PCAs）等。

0.1.6.1 ⽆铅控制⽅案 无铅控制方案（LFCP）
应当将控制方案及工艺流程文档化，确保含有

无铅锡基焊料合金和/或元器件涂覆层的组件在

预期的工作参数（例如环境、持续时间等）条

件下正常工作。LFCP至少应当：
a. 记录使用无铅锡基焊料的工艺，并防止未经
用户审查和批准就实施。

b. 当无铅锡基涂覆层未被重新涂覆或HSD完全
替换时，要至少采取两种抑制措施。

c. 包括任何特殊设计要求、抑制措施、测试和
鉴定要求、质量检验和筛选、标示和识别、

维护和返修流程。

d. 实施前要求经过用户的审查和批准。

制定LFCP时下列⽂件可能会有所帮助：
• GEIA-STD-0005-1，含有无铅焊料的航空航天
及其它高性能电子系统性能标准。

• GEIA-STD-0005-2，航空航天及其它高性能电
子系统抑制锡须影响标准。

• GEIA-HB-0005-1，实施无铅电子产品转换的
程序管理/系统工程指南。

• GEIA-HB-0005-2，含有无铅焊料和涂覆层的
航空航天及其它高性能电子系统技术指南。

• GEIA-HB-0006，使用浸焊法替换电子零件涂
覆层的技术要求。

0.1.6.2 抑制技术 经鉴别具有无铅锡基表面、

镀层、金属化层等，但封装设计或工程决策未

采用SnPb重新涂敷或HSD保护的元器件、子组
件、组件、机械部件，应当至少采用两个工艺

或设计的抑制技术进行保护，以减少或消除在

预期的最终应用/环境下因金属晶须形成而造成
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